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Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/
Art.-Nr. / Bedruckung: Glitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitdtswert: . g .
Goid fiash over nickai Technical specification/
24-006093 3 Gold iiber Nicke! Technische Daten:
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel i
24-006092 2 P pl;ln L On in Nickel H 370 pF £+ 20 % Working voltage/ 100 VDC
30 uin hard goid in. 50 Uin nickel Betriebsspannung:
24-006091 1 pin hard gold over min. 50 pin nickel -
30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel Current rating/ 5A
24-007003 3 Gold flash over nickel Strombelastbarkeit:
SO i A g Insulation resistance/ >1GQ
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel st
24-007002 2 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel 830 pF £ 20 % Isolationswiderstand:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel ; :
24-007001 1 30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel D!eleCt”C. 424 VDC
24-007013 3 Gold flash over nickel withstanding voltage/
Gold iiber Nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel _ ° °
24-007012 2 20 win Gold iiber min. 50 in Nickel 1300 pF £ 20 % Temperature 25°C..+105°C
24-007011 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel working range/
3 30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel Umgebungstemperatur:
Capacitance value/ see Table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle
Mating cycles Quality class 1 = 500
(see table)/ Gtestufe 1
Steckzyklen Quality class 2 = 200
Riveted insert/ (siehe Tabelle): Glitestufe 2

Grounding bracket/

Erdungswinkel

Hohlniete

Mounting bracket/

Befestigungswinkel

Quality class 3= 50
Glitestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Cu alloy, Au over Ni

Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt

Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0

Isolierkdrper:

Shell/ Steel, Sn over Ni

Gehéuse:

Mounting bracket/ High temp. PA UL 94 V-0

Befestigunswinkel:

Riveted insert/ CuZn, Sn

Hohlniet:

Grounding bracket/ Cu alloy, Sn over Ni

Erdungswinkel:

Installation specification/
Montagedaten:
Solder parameter/

Létparameter:

Solder preheat 100 °C for 30 sec./
temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
Lotbadtemperatur: 260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/ see sheet 2/
Leiterplattenbohrbild: siehe Seite 2

Date/Datum Name

drawn/l 46 09.2022|  J.Brandt

gez.

appd-/140.10.2022|  H.Schmidt

gepr..

E—@ dim.inmm | D.SUB C-Filter Female 25pos. Solder pin angled 0,37 inch
with riveted insert,mounting bracket and grounding bracket

D-SUB C-Filter Buchse 25pol. Létstift abgewinkelt 9,40 mm
mit Hohlniete,Befestigunswinkel und Erdungswinkel

Index:  a Original
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PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
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‘5’@' dim. in mm D-SUB C-Filter Female 25pos. Solder pin angled 0,37 inch
with riveted insert,mounting bracket and grounding bracket
Davelony)  Nane SUB C-Filter Buchse 25pol. Lotstift abgewinkelt 9,40
s::wn, 10092022l JBrandt D- B C- lgr LC| sel pol. ,OSI abgewinke ), mm
;?agd'/ To10202|  Hschmidt mit Hohlniete,Befestigunswinkel und Erdungswinkel
scale/Mastab:
dwg no / DIN-
. i ®
Index:  a Original - "\I.I-’ Zo-nr.: 24K1A2357 A3
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